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(57) Abstract: The invention relates to an optical assembly comprising a plurality of first chip groups (2) of at least two respective
identical light-emitting diode chips (21, 22) and a plurality of second chip groups (3) of at least two respective identical light-emitting
diode chips (31, 32). The chip groups (2, 3) are arranged in a planar manner on a main surface of a common support (1) along a regular
grid of first unit cells (E1). The light-emitting diode chips of ditferent chip groups are designed to emit electromagnetic radiation with
a different wavelength characteristic. Sub-units (51, 52, 53, 55) of an optical element (5) are arranged in openings (61) of a mask (6).
The light-emitting diode chips within a chip group are arranged adjacently to one another. Each of the first unit cells (E1) is paired
with at least one light-emitting diode chip of one of the first and one of the second chip groups. The optical element (5) is arranged

[Fortsetzung auf der ndichsten Seite]
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OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ,TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

downstream of the chip groups (2, 3) with respect to the main emission direction and is designed to combine light emitted from the
light-emitting diode chips of the chip groups (2, 3) in second unit cells (E2) on an outcoupling plane (AA) such that at least one second
unit cell (E2) has a surface area which is smaller than or equal to the surface area of one of the first unit cells (E1). The invention further
relates to a display device comprising the optical assembly.

(57) Zusammenfassung: Fine optische Anordnung umfasst eine Vielzahl erster Chipgruppen (2) aus jeweils wenigstens zwei gleichar-
tigen Lumineszenzdiodenchips (21, 22) und eine Vielzahl zweiter Chipgruppen (3) aus jeweils wenigstens zwei gleichartigen Lumines-
zenzdiodenchips (31, 32). Dabei sind die Chipgruppen (2, 3) entlang eines regelméBigen Gitters aus ersten Finheitszellen (E1) auf einer
Hauptfldche eines gemeinsamen Trégers (1) flachig angeordnet. Die Lumineszenzdiodenchips aus unterschiedlichen Chipgruppen sind
dazu eingerichtet, elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher Wellenldngencharakteristik zu emittieren, wobei Untereinheiten (51,
52, 53, 55) eines optischen Elements (5) in Offnungen (61) einer Maske (6) angeordnet sind. Die Lumineszenzdiodenchips innerhalb
einer Chipgruppe sind nebeneinander angeordnet. Jeder der ersten Einheitszellen (E1) sind zumindest ein Lumineszenzdiodenchip aus
einer der ersten und aus einer der zweiten Chipgruppen zugeordnet. Das optische Element (5) ist beziiglich der Hauptabstrahlrichtung
den Chipgruppen (2, 3) nachgeordnet und dazu eingerichtet, von den Lumineszenzdiodenchips der Chipgruppen (2, 3) emittiertes Licht
derart in zweiten Einheitszellen (E2) in einer Auskoppelebene (AA) zusammenzufiihren, dass mindestens eine zweite Einheitszelle (E2)
eine Fldche aufweist, die geringer oder gleich groB ist, als die Fldche einer der ersten Einheitszellen (E1). Ferner wird ein Anzeigegerét
mit der optischen Anordnung beschrieben.
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Beschreibung

Optische Anordnung und Anzeigegerat

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische Anordnung.

Moderne Anzeigegerate wie Displays beruhen oft auf einer An-
ordnung einer Vielzahl von Leuchtdiodenchips, die in einem
Multichip Bauteil fiir den Einsatz als Display, wie beispiels-
weise ein Narrow Pixel Pitch Video Wall Modul, zusammenge-
fasst werden. Hierbei wird beispielsweise die Idee verfolgt,
einzelne Rot, Griin, Blau (RGB)-Leuchtdiodenchips durch Chip-
gruppen mit jeweils einer Vielzahl von gleichfarbig emittie-
renden Leuchtdiodenchips zu ersetzen. Hierdurch kénnen Ein-
schrankungen umgangen werden, die durch das Setzen der Chips
auf dem Chiptrager hervorgerufen werden, und eine hohere

Dichte und damit Aufldsung erreicht werden.

Bei bisherigen optischen Anordnungen flir Anzeigegerdte kommen
beispielsweise Prismen oder Mikrolinsenarrays zum Einsatz,
die zu unerwinschten Verzerrungen in der Bilddarstellung fih-
ren kénnen. Die Strahlfihrung ist oftmals komplex und durch
die dichte Gruppierung der Leuchtdiodenchips auf einem ge-

meinsamen Trager begrenzt.

Es besteht Bedarf an einer optischen Anordnung und einem An-
zeigegerdt, das eine hohe Aufldsung und bessere BRildqualitat

ermdglicht.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstande der unabhdngigen An-
spriiche geldst. Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind Ge-

genstand der abhangigen Anspriiche.



10

15

20

25

30

WO 2017/194682 PCT/EP2017/061345

In zumindest einer Ausfihrungsform weist eine optische Anord-
nung eine Vielzahl erster Chipgruppen und eine Vielzahl zwei-
ter Chipgruppen auf. Jede der beiden Chipgruppen umfasst je-

weils wenigstens zwei gleichartige Lumineszenzdiodenchips.

Die Lumineszenzdiodenchips aus einer Chipgruppe sind dazu
eingerichtet, elektromagnetische Strahlung derselben Wellen-
langencharakteristik zu emittieren. Die Lumineszenzdioden-
chips aus unterschiedlichen Chipgruppen sind hingegen dazu
eingerichtet, elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher
Wellenldngencharakteristik zu emittieren. Untereinheiten des
optischen Elements sind in Offnungen einer Maske angeordnet.
Dadurch erhdéht sich vorteilhaft die optische Trennung von be-
nachbarten Einheitszellen und dadurch erhdoht sich der Kon-
trast. Weitergehend kann die Maske aus einem Licht absorbie-
rendem Material ausgebildet sein, wodurch sich stdérende Re-
flexe an der Oberflache vorteilhaft flir den Betrachter ver-
ringern. Die Lumineszenzdiodenchips innerhalb einer der Chip-
gruppen sind insbesondere beziiglich einer Hauptabstrahlrich-
tung nebeneinander angeordnet. Das heilt, in einer lateralen
Richtung, die quer oder senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung
verlauft konnen die Lumineszenzdiodenchips innerhalb einer

der Chipgruppen nebeneinander angeordnet sein.

Die gleichartigen Lumineszenzdiodenchips sind beispielsweise
von gleichem Fertigungstyp und unterscheiden sich lediglich

durch prozessbedingte Herstellungstoleranzen. D.h. innerhalb
einer Chipgruppe weisen die Lumineszenzdiodenchips im Wesent-
lichen die gleiche Peak- oder Dominantwellenlange auf, bezie-
hungsweise emittieren im gleichen Spektralbereich. Herstel-

lungsbedingte Abweichungen, wie unterschiedliche Abstrahlin-

tensitdten kénnen auftreten. BReispielsweise handelt es sich
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bei den Lumineszenzdiodenchips um anorganische, einkristal-
line LEDs (engl. light emitting diodes) oder organische
Leuchtdioden, die in Dinnschichttechnik auf einem gemeinsamen
Substrat als integrierte Matrizen aufgebaut sind (sogenannte
OLEDs oder engl. organic light emitting diodes). Eine Chip-
gruppe kann auch als eine OLED mit zweil oder mehreren Segmen-
ten ausgefithrt sein, die sich einzeln ansteuern lassen. Ins-
besondere kann es sich bei den Lumineszenzdiodenchips auch um
Laserdioden, insbesondere um ,vertical-cavity surface-emit-

ting™ Laserdioden (VCSEL) handeln.

Die Chipgruppen sind entlang eines regelmdBigen Gitters aus
ersten Einheitszellen auf einer Hauptfliche eines gemeinsamen
Tragers angeordnet. Jede der ersten Einheitszellen weist zu-
mindest einen Lumineszenzdiodenchip aus einer der ersten
Chipgruppen und einen Lumineszenzdiodenchip aus einer der
zweiten Chipgruppen auf, die der Einheitszelle zugeordnet

sind.

Ein optisches Element ist vorgesehen und beziiglich der Haupt-
abstrahlrichtung den Chipgruppen nachgeordnet. Das optische
Element ist dazu eingerichtet, von den Lumineszenzdiodenchips
der Chipgruppen emittiertes Licht in zweiten Einheitszellen
in einer Auskoppelebene zusammenzufithren: Dabei weist mindes-
tens eine zweite Einheitszelle eine Flache auf, die geringer
oder gleich groB ist, wie die Flé&dche einer der ersten Ein-

heitszellen.

Der Begriff ,Einheitszelle™ bezieht sich auf die Anordnung
der Lumineszenzdiodenchips beziehungsweise der Chipgruppen.
Innerhalb der ersten Einheitszellen sind jeweils mehrere

Chipgruppen anteilig mit zumindest einem Lumineszenzdioden-
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chip angeordnet, wobeil vorzugsweise die Zahl und/oder Anord-
nung der jeweiligen Lumineszenzdiodenchips in den ersten Ein-
heitszellen gleich ist. Durch die Zuordnung unterschiedlicher
Lumineszenzdiodenchips zu ersten Einheitszellen kénnen
Bildelemente aufgebaut werden, die in unterschiedlichen Far-
ben emittieren. Beispielsweise kann eine Einheitszelle zwei
Lumineszenzdiodenchips unterschiedlicher Farben aufweisen.
Fir Anzeigegerate und Displays kénnen jedoch auch weitere Lu-
mineszenzdiodenchips mit beliebigen Wellenladngencharakteris-
tika, beispielsweise in den drei Grundfarben Rot, Grin, Blau
(RGB) Einheitszellen zugeordnet werden. Die Lumineszenzdio-
denchips einer ersten Einheitszelle entsprechen in der Aus-

koppelebene einem BRildelement oder Pixel.

Des Weiteren ist der Regriff ,flachige Anordnung auf dem Tra-

W

ger™ so zu verstehen, dass die Lumineszenzdiodenchips sowohl
nebeneinander, beispielsweise in einer Reihe, als auch nach
Art einer Matrix, z.B. eine 2x2 Matrix, in einer Chipgruppe
angeordnet werden kdénnen. Ebenso kann die Anordnung der Chip-

gruppen entlang des Gitters in Reihen und Matrizen erfolgen.

Mit dem Ausdruck "regelmaRiges Gitter" ist eine Gitteranord-
nung beschrieben, bei dem eine Einheitszelle das gesamte Git-
ter beschreiben kann. Im Zusammenhang mit dem Trager ist das
Gitter zudem zweidimensional. Insbesondere kann das regelma-
Bige zweidimensionale Gitter periodisch oder quasi-periodisch
sein. Das Gitter ergibt sich beigpielsweise durch periodische
oder quasi-periodische Wiederholung der in den ersten Ein-
heitszellen definierten Anordnung von Chipgruppen auf dem
Trager. Vorzugsweise ist die Wiederholung durch Translation
in zwei verschiedenen Richtungen in der Flache des Tragers
definiert. In Folge der Ausgestaltung des optischen Elements

ergibt sich damit auch ein sich wiederholendes Gitter in der
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Auskoppelebene auf Basis der zweiten Einheitszellen.

Die Einheitszellen kdnnen beispielsweise dreieckig, recht-
eckig, quadratisch, finfeckig, hexagonal usw. sein. So ist es
moglich, die Chipgruppen entsprechend des zweidimensionalen
Gitters in Form von Dreiecken, Rechtecken, Quadraten, Finf-
ecken, Hexagonen usw. oder in gquasi-kristallinen Gittern an-
zuordnen. Ist beispielsweise die Zielanwendung ein gekrimm-
tes, flachiges Direkt-Display, kénnen entsprechende gekrimmte
Chipanordnungen in Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel
zum Aufbau eines kugelfdrmigen Fulballs ein zweidimensionales

Gitter nach Art von Penta- und Hexagonen geeignet sind.

Der gemeinsame Trager welist bevorzugt eine Leiterplatte, ein
Substrat und/oder eine Keramik auf. Der Trédger verfiigt bei-
spielsweigse lber elektrische Verbindungen, um die optische
Anordnung mit einer Steuereinheit verbinden zu koénnen. Bevor-
zugt sind dabei die einzelnen Lumineszenzdiodenchips so auf
dem Trager untereinander verschaltet, dass sie durch die
Steuereinheit einzeln oder in Gruppen ansteuerbar sind. Ins-
besondere ist die Intensitat des jeweils emittierten Lichtes
eines angesteuerten Lumineszenzdiodenchips durch die Steuer-

einheit einstellbar.

Die zweiten Einheitszellen sind in der Auskoppelebene defi-
niert. Sie umfassen das vom optischen Element gefiihrte Licht
der Lumineszenzdiodenchips aus den unterschiedlichen Chip-
gruppen. Insbesondere ist eine zweite Einheitszelle die
kleinste Einheit von Lumineszenzdiodenchips in der Auskoppel-
ebene, die dazu verwendet werden kann, die Lichtumverteilung

in der Auskoppelebene zu beschreiben.
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Durch die Verwendung von Chipgruppen von gleichartigen Lumi-
neszenzdiodenchips ist ein vereinfachtes Herstellungsverfah-
ren moglich. So ist es ein Vorteil lediglich gleichartige Lu-
mineszenzdiodenchips zu gruppieren, weil auf eine Filterano-
rdnung mit unterschiedlichen Farbfiltern, beispielsweise nach
Art einer Bayer-Matrix, oder den einzelnen Pixeln zugeordnete
Konverter verzichtet werden kann. Dies macht das Herstel-
lungsverfahren nicht nur einfacher, sondern auch kostenglins-

tiger.

Durch Verwendung des optischen Elements wird eine hohe Aufld-
sung der gesamten optischen Anordnung erzielt, da in den
zwelten Einheitszellen jeweils Licht von Lumineszenzdioden-
chips unterschiedlicher Gruppen zusammengefiihrt wird, obwohl
diese in den ersten Einheitszellen einander nicht direkt be-
nachbart sein miissen. Die Aufldsung ist insbesondere nicht
durch die Grohle der Lumineszenzdiodenchips, beispielsweise
durch deren Kantenlange, begrenzt. Vielmehr hangt die er-
reichbare Aufldsung von der Gréle der Lumineszenzdiodenchips
selbst ab, deren emittiertes Licht durch das optische Element
umverteilt wird. Die Umverteilung fihrt dazu, dass Licht un-
terschiedlicher Wellenlange in den zweiten Einheitszellen zu-
sammengefihrt wird und diese Einheitszellen in der Flé&ache
kleiner sind, als die ersten Einheitszellen, die im Wesentli-
chen durch die Chipgruppen gebildet sind. Die optische Anord-
nung verteilt das von den Lumineszenzdiodenchips emittierte
Licht so um, dass die resultierenden zweiten Einheitszellen
kleiner sind als die ersten Einheitszellen. Dadurch ergeben
sich Vorteile fir den Aufbau von direkt emittierenden RGB-

Displays.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die optische
Anordnung einen Aufbau bei dem ein Abstand zwischen Lumines-
zenzdiodenchips innerhalb einer Chipgruppe geringer ist, als
ein Abstand zwischen Lumineszenzdiodenchips benachbarter
Chipgruppen. Das heillt, in lateraler Richtung sind sich die
Lumineszenzdiodenchips innerhalb einer Chipgruppe naher, als
sich Lumineszenzdiodenchips unterschiedlicher Chipgruppen

sind.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die optische
Anordnung wenigstens eine Vielzahl einer weiteren Chipgruppe
aus Lumineszenzdiodenchips. Die Lumineszenzdiodenchips der
weiteren Chipgruppen sind dazu eingerichtet, elektromagneti-
sche Strahlung mit von den ersten und zweiten Chipgruppen un-
terschiedlicher Wellenladngencharakteristik zu emittieren.
Beispielsweise umfassen die ersten Chipgruppen rot emittie-
rende Lumineszenzdiodenchips, die zweiten Chipgruppen grin
emittierende Lumineszenzdiodenchips und die weiteren Chip-
gruppen blau emittierende Lumineszenzdiodenchips. Die ersten
Einheitszellen bilden dann eine Matrix wie etwa eine RGB- o-

der Bayer-Matrix.

Der Begriff ,weitere Chipgruppen® kann jedoch auch bedeuten,
dass dritte, vierte usw. Chipgruppen mit jeweils gleicharti-
gen Lumineszenzdiodenchips vorgesehen sein kdnnen. Es kodnnen
beliebige Farben den jeweiligen Chipgruppen zugeordnet sein,
indem Jjeweils entsprechende Lumineszenzdiodenchips in diesen
Gruppen zusammengefasst sind. Auch ist die Zahl von Chipgrup-
pen nicht auf drei beschréankt, sondern es kdnnen grundsatz-

lich beliebige unterschiedliche Chipgruppen vorgesehen sein.

Jeder der ersten Einheitszellen i1st zumindest ein Lumines-

zenzdiodenchip aus einer der ersten, zweiten und aus einer
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der weiteren Chipgruppen zugeordnet. Das optische Element ist
dabei dazu eingerichtet, von den Lumineszenzdiodenchips der
ersten, zweiten und weiteren Chipgruppen emittiertes Licht
derart in zweiten Einheitszellen zusammenzufiithren, dass min-
destens eine zweite Einheitszelle eine Flache aufweist, die
geringer oder gleich groll ist, wie die Fladche einer der ers-

ten Einheitszellen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen die Chipgruppen
jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips oder jeweils vier Lumi-

neszenzdiodenchips auf.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die Chipgruppen
jeweils entweder zwischen Eckpunkten der ersten Einheitszel-
len angeordnet, wobei die Eckpunkte der ersten Einheitszellen
selbst frei von Lumineszenzdiodenchips sind. Alternativ sind
die Chipgruppen an den Eckpunkten der ersten Einheitszellen
angeordnet. Dann weisen Bereiche zwischen den Eckpunkten
keine Lumineszenzdiodenchips auf. In beiden Fallen sind die
Chipgruppen so auf dem Trager in ersten Einheitszellen ange-
ordnet, dass gleichartige Lumineszenzdiodenchips direkt oder
unmittelbar benachbart sind, wahrend zwischen den einzelnen

Chipgruppen ein grdlerer Abstand verbleiben kann.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform grenzen die Lumines-

zenzdiodenchips einer Chipgruppe direkt aneinander.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die Lumineszenzdi-
odenchips einer Chipgruppe monolithisch miteinander ausgebil-

det.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das optische Ele-

ment so eingerichtet und derart den Chipgruppen nachgeordnet,
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dass jeweils emittiertes Licht, das von den Lumineszenzdio-
denchips emittiert wird, die gemeinsam einer der ersten Ein-
heitszellen zugeordnet sind, mittels des optischen Elements
in einer zweiten Einheitszelle in der Auskoppelebene zusam-
mengefithrt wird. Mit anderen Worten kommt es durch das opti-
sche Element nicht zu Uberschneidungen zwischen unterschied-
lichen Einheitszellen, sondern das aus einer Einheitszelle

emittierte Licht wird auch nur in eine zweite Einheitszelle

in der Auskoppelebene zusammengefihrt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das optische
Element eine Vielzahl von Untereinheiten. Diese Untereinhei-
ten sind jeweils einer der ersten Einheitszellen zugeordnet
und so den Chipgruppen nachgeordnet, dass die Untereinheiten
entlang der Hauptstrahlrichtung zumindest einen Teil der zu-

geordneten ersten Einheitszellen bedecken.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform sind die Untereinheiten

des optischen Elements in Offnungen einer Maske angeordnet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird die Maske durch
Aufdrucken, Verkleben, Laminieren, GieRen und/oder durch Mol-

den auf das optische Element aufgebracht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind auf Oberflachen
der Maske und/oder Oberfldchen des optischen Elements ein re-
flektives Material, ein absorbierendes Material und/oder ein

lichtstreuendes Material aufgebracht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die Untereinheiten

im Bereich der Offnungen in der Maske trapezfdrmig.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weisen die Untereinhei-
ten jeweils einen optischen Lichtleiter auf, der eingerichtet
ist, das von den Lumineszenzdiodenchips der Chipgruppen emit-
tierte Licht durch Totalreflexion an internen Oberfldchen der
Untereinheiten in den zweiten Einheitszellen zusammenzufiih-

ren.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weisen die Untereinhei-
ten jeweils mindestens eine verspiegelte Oberflédche, insbe-
sondere einen Spiegel, auf. Diese sind eingerichtet, dass wvon
den Lumineszenzdiodenchips der Chipgruppen emittierte Licht
durch Reflexion in den zweiten Einheitszellen zusammenzufiih-

ren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform, weist die optische An-
ordnung einen transparenten Hilfstrager zwischen dem opti-
schen Element und den Lumineszenzdiodenchips auf. Der Hilfs-
trager ist insbesondere transparent fir die in den Lumines-
zenzdiodenchips erzeugte elektromagnetische Strahlung. Dabei
kann der Hilfstradger zu einer vorab durchgefiihrten Gruppie-
rung der einzelnen Chipgruppen zu RGR-Chipgruppen dienen und

dadurch die spatere Positionierung erleichtern.

Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung einer optischen
Anordnung angegeben. Mit dem Verfahren kann insbesondere eine
hier beschriebene optische Anordnung hergestellt werden. Das
heiBt, alle flir die optische Anordnung offenbarten Merkmale

sind auch fiur das Verfahren offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur Her-
stellung einer optischen Anordnung werden zunadchst einzelne

Chipgruppen zu einem Modul zusammengestellt und auf einem be-
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reitgestellten Hilfstrager angeordnet. Dies kann beispiels-
weise mittels Kleben geschehen. AnschlieBend wird eine Viel-
zahl der Module auf einem Tradger angeordnet und befestigt.
Die Chipgruppen sind dabei dem Trager zugewandt, so dass sie
sich zwischen dem Trdger und dem Hilfstrdger befinden. Der
Hilfstrager kann dabei mehrere Chipgruppen vollstadndig ltber-
decken. In einem nachsten Schritt kann das optische Element
auf den transparenten Hilfstrdger aufgebracht werden. Dies
ist dann der Fall, wenn der Hilfstrager transparent ausgebil
det ist. Der transparente Hilfstrdger kann zum Beispiel mit

einem Kunststoffmaterial oder mit einem Glas gebildet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur Her-
stellung einer optischen Anordnung wird der Hilfstrager nach
dem Befestigen der Chipgruppen auf dem Trager wieder geldst
und das optische Element kann anschlielend direkt auf die
Chipgruppen aufgebracht werden. Dieses Vorgehen hat den Vor-
teil, dass auch ein opaker oder strahlungsundurchlassiger

Hilfstrager verwendet werden kann.

Es wird ferner ein Anzeigegerat mit einer hier beschriebenen
optischen Anordnung angegeben. Das heiBt, alle fiir die opti-
sche Anordnung offenbarten Merkmale sind auch fliir das Anzei-

gegerat offenbart und umgekehrt.

Nach einer Ausfiihrungsform umfasst ein Anzeigegerat eine op-
tische Anordnung, wie sie obenstehend gezeigt wurde. Dariiber
hinaus verfiigt das Anzeigegerat iUber eine Steuereinheit zum
Ansteuern der auf dem Tradger angeordneten Lumineszenzdioden-

chips.

Auf einem Tradger einer geeigneten Grole lasst sich die Viel-

zahl von Chipgruppen mit Lumineszenzdiodenchips anordnen. Die
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ersten Einheitszellen stellen dabei die kleinste Einheit dar.
Auf diese Weise kann die optische Anordnung zu einem Anzeige-
geradat wie einem Bildschirm, einem Fernseher oder Monitor zu-
sammengefigt und betrieben werden. Bei gegebener Aufldsung,
zum Beispiel fiir ein HDTV-Display (High Definition Televi-
sion, engl. fir hochaufldsendes Fernsehen), bendtigt ein An-
zeigegerdt der vorgeschlagenen Art, welches pixelierte Chips
und das beschriebene optische Element aufweist, deutlich we-
niger Chips als ein vergleichbares Anzeigegerat aus kleinen

Einzelchips.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Figuren naher er-
lautert. Soweit sich Teile oder Rauteile in ihrer Funktion
entsprechen, wird deren Beschreibung nicht in jeder der fol-

genden Figuren wiederholt.

Die Figuren und die GroRenverhaltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als malstab-
lich zu betrachten. Vielmehr kdénnen einzelne Elemente und
insbesondere Schichtdicken zur besseren Darstellbarkeit
und/oder zum besseren Verstandnis ubertrieben groB darge-

stellt sein.

Es zeigen:

Figur 1 ein Ausfiihrungsbeispiel einer optischen Anordnung

in einer Draufsicht,

Figur 2 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer optischen

Anordnung in einer Draufsicht,
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Figuren 3 bis 10 weitere Ausfihrungsbeispiele einer opti-
schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem

optischen Element,

Figuren 11A und 11B Draufsicht auf ein weiteres Ausfihrungs-
beispiel einer optischen Anordnung, sowie ein Modul

daraus,

Figur 12 eine seitliche Schnittansicht der optischen Anord-

nung aus Figur 11A,

Figur 13 eine weitere seitliche Schnittansicht einer opti-

schen Anordnung, und

Figuren 14A und 14B eine Draufsicht auf ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel einer optischen Anordnung, sowie ein

Modul daraus.

Figur 1 zeigt eine beispielhafte Ausfithrungsform einer opti-
schen Anordnung. Auf einem gemeinsamen Trager 1 sind mehrere
Lumineszenzdiodenchips 21, 22, 31, 32, 41, 42 jeweils in
Chipgruppen 2, 3, 4 flachig angeordnet. Jede der Chipgruppen
umfasst jeweils zwei gleichartige Lumineszenzdiodenchips 21
und 22, 31 und 32 oder 41 und 42. Gleichartige Lumineszenzdi-
odenchips sind jeweils dazu eingerichtet, im Wesentlichen
gleiche Farben zu emittieren. Reispielsweise umfassen erste
Chipgruppen 2 jeweils rot emittierende Lumineszenzdiodenchips
21, 22. Zweite Chipgruppen 3 umfassen jeweils grin emittie-
rende Lumineszenzdiodenchips 31, 32 und dritte Chipgruppen 4
umfassen jeweils blau emittierende Lumineszenzdiodenchips 41,

42.
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Die Chipgruppen, und damit die Lumineszenzdiodenchips, sind
entlang eines Gitters in Einheitszellen El1 auf dem Trager 1
angeordnet. Parallel zum Gitter liegt eine Einkoppelebene EE
in der die ersten Einheitszellen zu liegen kommen. In jeder
Einheitszelle El1 befinden sich unterschiedliche Lumineszenz-
diodenchips aus jeweils drei verschiedenen Chipgruppen. Bei-
spielsweise umfasst eine Einheitszelle El einen rot, grin und
blau emittierenden Lumineszenzdiodenchip. Auf diese Weise
kann eine Leuchtdioden-Matrix auf dem Trager 1 gebildet wer-
den. Beispielsweise ist dies eine RGB-Farb-Matrix, wie eine
Bayer-Matrix. In diesem Sinne kénnen auch andere Farb-Matri-
zen auf Basis anderer Farben gebildet werden. Die jeweils
verbleibenden Lumineszenzdiodenchips aus den Chipgruppen sind
weiteren Einheitszellen zugeordnet. Bis auf den Rand der op-
tischen Anordnung sind damit alle Lumineszenzdiodenchips zu-
mindest einer Einheitszelle zugeordnet. Wiederum bis auf den
Rand sind alle Lumineszenzdiodenchips aus den Chipgruppen
auch einer weiteren Einheitszelle zugeordnet, so dass eine
Chipgruppe (bis auf solche, die am Rand der Anordnung liegen)
Uber jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips verfigt, die unter-

schiedlichen Einheitszellen zugeordnet sind.

Bei der Anordnung von Chipgruppen bzw. Lumineszenzdiodenchips
in den Einheitszellen El des Gitters (in der Einkoppelebene
EE) sind Abstadnde zwischen den Lumineszenzdiodenchips inner-
halb einer der Chipgruppen stets kleiner als Abstande zwi-
schen benachbarten Chipgruppen. In der vorliegenden Ausfih-
rungsform sind die Chipgruppen jeweils zwischen Eckpunkten

der einzelnen Einheitszellen angeordnet.

Der Trager 1 und die Lumineszenzdiodenchips kdénnen ein mono-

lithisches Bauteil sein. Alternativ kann der Tradger 1 separat
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gefertigt sein und anschlieBend mit den einzelnen Chips be-
stickt werden. In der Zeichnung nicht gezeigt sind elektri-
sche Verdrahtungen, sowie Details des Aufbaus und der ent-
sprechenden Komponenten, wie zum Beispiel Klebstoff, Lot,
Lotpads, Bonddradhte und dergleichen. Die Lumineszenzdioden-
chips sind elektronisch kontaktier- und steuerbar. Die Lumi-
neszenzdiodenchips haben typischerweise einen Durchmesser im
Bereich von 50 um und sind nebeneinander angeordnet, so dass
eine Chipgruppe ca. 100 um lang ist. Die ersten Einheitszel-

len haben eine Kantenldnge in der GroBlenordnung von 1000 um.

Figur 2 zeigt eine weitere beispielhafte Ausfihrungsform ei-
ner optischen Anordnung. Diese Ausfihrung ahnelt derjenigen
aus Figur 1. Jede der Chipgruppen umfasst nunmehr jeweils
vier gleichartige Lumineszenzdiodenchips 21, 22, 23 und 24,
sowie 31, 32, 33 und 34 bzw. 41, 42, 43 und 44. Gleichartige
Lumineszenzdiodenchips sind wiederum dazu eingerichtet, im
Wesentlichen gleiche Farben zu emittieren. Beispielsweise um-
fassen erste Chipgruppen 2 jeweils rot emittierende Lumines-
zenzdiodenchips 21, 22, 23, 24. Zweite Chipgruppen 3 umfassen
jeweils griin emittierende Lumineszenzdiodenchips 31, 32, 33,
34 und dritte Chipgruppen 4 umfassen Jjeweils blau emittie-

rende Lumineszenzdiodenchips 41, 42, 43, 44.

Die Chipgruppen und damit die Lumineszenzdiodenchips sind
entlang des Gitters in den ersten Einheitszellen E1 auf dem
Trager 1 flachig angeordnet. In jeder der Einheitszellen E1
befindet sich ein Lumineszenzdiodenchip aus drei unterschied-
lichen Chipgruppen 2, 3, 4. Beispielsweise umfasst eine Ein-
heitszelle El einen rot, grin und blau emittierenden Lumines-
zenzdiodenchip. Die jeweils verbleibenden drei Lumineszenzdi-

odenchips aus den jeweiligen Chipgruppen sind weiteren Ein-
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heitszellen zugeordnet. Bis auf den Rand der optischen Anord-
nung sind damit alle Lumineszenzdiodenchips zumindest einer
Einheitszelle zugeordnet. Wiederum bis auf den Rand, sind
alle Lumineszenzdiodenchips aus den Chipgruppen weiteren Ein-

heitszellen zugeordnet.

Wie bei der Anordnung von Chipgruppen bzw. Lumineszenzdioden-
chips in Einheitszellen eines Gitters gemdl Figur 1 sind Ab-
stédnde zwischen den Lumineszenzdiodenchips innerhalb einer
der Chipgruppen stets kleiner als Abstande zwischen benach-
barten Chipgruppen. In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die Chipgruppen jeweils an Eckpunkten des Gitters bzw. der

einzelnen Einheitszellen El1 angeordnet.

Figur 3 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel einer optischen Anord-
nung in einer Seitenansicht mit einem optischen Element. In
der Zeichnung ist oben rechts eine Draufsicht der optischen
Anordnung angedeutet. Der untere Teil zeigt eine Schnitt-

zeichnung entlang einer Schnittgeraden S1 einer Ausfihrungs-
form gemall Figur 1. Die folgenden Erlduterungen lassen sich
jedoch analog auch auf einer Ausfihrungsform nach Figur 2

Ubertragen.

Gezeigt ist der Trager 1 auf dem Lumineszenzdiodenchips aus
drei Chipgruppen angeordnet sind. Entlang einer dem Trager 1
abgewandten Hauptabstrahlrichtung ist ein optisches Element 5
nachgeordnet, d.h. {iber den Chipgruppen vorgesehen. Dieses
optische Element 5 umfasst Untereinheiten 51, 52 und 53, die
jeweils durch Bereiche 54 voneinander getrennt sind. Bei-
spielsweise sind die Untereinheiten 51, 52 trapezfdrmig aus-
gefithrt. Die Untereinheiten 53 kdnnen auch andere Geometrien
aufweisen und beispielsweise quaderfdérmig sein. Alle Un-

tereinheiten bzw. das optische Element sind flir die von den
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Lumineszenzdiodenchips emittierte elektromagnetische Strah-

lung (zumindest teilweise) transparent.

Das optische Element 5 bzw. dessen Untereinheiten kdnnen auf
verschiedene Art und Weise ausgestaltet werden, wie im Zusam-
menhang mit den folgenden Figuren erlautert wird. Allen die-
sen Ausgestaltungen gemeinsam ist eg, dass das von den Lumi-
neszenzdiodenchips entlang der Hauptabstrahlrichtung emit-
tierte Licht in das nachgeordnete optische Element 5 einge-
koppelt wird. In der Folge wird das emittierte Licht inner-
halb des optischen Elements umgelenkt und in einer Auskoppel-
ebene AA ausgekoppelt. Dabei ist das optische Element, bzw.
sind dessen Untereinheiten, dazu eingerichtet, das emittierte
Licht zumindest teilweise zu mischen, so dass sich das wvon
den Lumineszenzdiodenchips emittierte Licht in der Auskoppel-
ebene AA {berlagert bzw. zu einer Mischfarbe gemischt wird.
Auf diese Weise werden in der Auskoppelebene AA Mischfarben

abgebildet.

Die jeweiligen Untereinheiten des optischen Elements sind da-
bei so angeordnet, dass sie im Wesentlichen jeweils eine kom-
plette erste Einheitszelle El1 bedecken (siehe Abbildung oben
rechts), wenn man entlang der Hauptabstrahlrichtung auf das
optische Element 5 schaut. Mit anderen Worten definieren die
Untereinheiten zweite Einheitszellen E2 in der Auskoppelebene
AA, die beispielsweise durch die Untereinheiten begrenzt
sind. In diese zweite Einheitszellen E2 wird durch das opti-
sche Element 5 das von den Lumineszenzdiodenchips emittierte
Licht, die einer ersten Einheitszelle El zugeordnet sind, ge-
mischt. Je nach Ansteuerung, beispielsweise durch einen ein-
gestellten Intensitatswert, konnen unterschiedliche Farben
gemischt werden und beispielsweise als Bildelemente eines An-

zeigegerdtes oder Displays verwendet werden. Dabei weist eine
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zweite Einheitszelle E2 eine geringere oder gleich groBe Fla-
che in der Auskoppelebene AA auf, als eine Flache einer ers-
ten Einheitszelle El in der Einkoppelebene EE. Dies hat ins-
besondere den Vorteil, dass die Lumineszenzdiodenchips selbst
grolRer sein kdénnen und sich mit geringerem Montageaufwand
montieren lassen. Dennoch kann mit Hilfe des optischen Ele-

ments 5 eine hohe optische Aufldsung erreicht werden.

Figur 4 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer opti-
schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen
Element. In der Zeichnung ist oben rechts eine Draufsicht der
optischen Anordnung angedeutet. Der untere Teil der Zeichnung
zeigt eine Seitenansicht entlang der Schnittgeraden S1. Das
gezeigte Ausfiihrungsbeispiel ist ferner in zwei alternativen
Formen A und B gezeigt. In beiden Beispielen ist eine Maske 6
auf dem optischen Element 5 gezeigt. Die Einkoppel- bzw. Aus-
koppelebene sowie die entsprechenden Einheitszellen sind fiir
eine bessere Darstellung nicht gezeigt, ergeben sich jedoch

analog zur Figur 3.

Im BReispiel A sind Zwischenrdume 11 zwischen Lumineszenzdio-
denchips 21, 22, 31, 32 mit einem Material, wie beispiels-
weise einem Moldmaterial, aufgefiillt. Dieses Material ist
beispielsweise undurchsichtig, z.B. schwarz und fiir das von
den Lumineszenzdiodenchips emittierte Licht nicht transpa-
rent. Das Material kann jedoch auch transparent und zusatz-
lich mit lichtstreuenden Partikeln durchmengt sein. Wahlweise
kann sich auf einer Oberfliache 12 ein reflektives- bzw. spie-

gelndes Material befinden.

Die Untereinheiten 51, 52 des optischen Elements 5 sind auf
einer gemeinsamen Oberflache gebildet aus den Chipgruppen 2,

3, 4 und den aufgefillten Zwischenrdumen 11 angeordnet. Die



10

15

20

25

30

WO 2017/194682 PCT/EP2017/061345

_19_

Untereinheiten 51, 52 sind in diesem Ausfiithrungsbeispiel tra-
pezfdrmig ausgestaltet, konnen jedoch auch andere Formen auf-
weisen und beispielsweise dreieckig, rechteckig usw. sein.

Die Untereinheiten 51, 52 weisen ein Material, wie z.B. Par-
tikel auf, dass lichtstreuend wirkt, so dass die Untereinhei-
ten einem Diffuser entsprechen. Optional sind AuRenflachen 13

mit einem reflektiven- bzw. spiegelnden Material belegt.

Zwischenrdume 61 zwischen den Untereinheiten 51, 52 sind

ebenfalls mit einem Material, wie beispielsweise einem Mold-
material, aufgefiillt. Dieses Material ist beispielsweise

lichtundurchléassig, z.B. schwarz und fir das von den Lumines-
zenzdiodenchips emittierte Licht nicht transparent. Die Ful-
lungen zwischen den Untereinheiten bilden eine Maske 6, wobei
die Untereinheiten 51, 52 Offnungen bilden, durch die die Lu-

mineszenzdiodenchips Licht emittieren konnen.

Im Beispiel B dhnelt dem Beispiel A und stellt gewissermalen
eine alternative Ausgestaltung dar. Die Zwischenrdume 11 und
die Maske 6 sind abweichend von Beispiel A mit einem hellen
oder weilen Moldmaterial ausgefiithrt. Zumindest die Zwischen-
raume 61 der Maske 6 sind aus einem absorbierenden Material
ausgefiihrt. Optional k&nnen auch die aufgefiillten Zwischen-
raume 11 mit dem absorbierenden Material ausgefiihrt sein. Die
Maske 6 kann durch Aufdrucken, Verkleben, Laminieren, mit ei-
nem Gussverfahren aufgebracht werden. Die Maske 6 kann grund-
satzlich in einem Prozess auf der optischen Anordnung aufge-
bracht werden oder in einem getrennten Prozess hergestellt

und dann aufgebracht werden.

Die Maske 6 der Beisgspiele A und B ergibt einen guten Schwarz-

eindruck und erhoht damit den optischen Kontrast der opti-
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schen Anordnung. Die lichtstreuenden Partikel haben den Ef-
fekt, dass sie flur eine gute Durchmischung von Licht durch
das optische Element 5 bzw. dessen Untereinheiten 51, 52, 55,
56 sorgen. Fladchen wie die AuBRenfladchen mit einem reflek-
tiven- bzw. spiegelnden Material aber auch helles bzw. weiles
Moldmaterial sorgen fir eine hohe Effizienz der Durchmi-

schung.

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer opti-
schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen
Element. In der Zeichnung ist oben rechts eine Draufsicht der
optischen Anordnung angedeutet. Der untere Teil der Zeichnung

zeigt eine Seitenansicht entlang der Schnittgeraden S1.

Das Ausfihrungsbeispiel dhnelt dem Beispiel A aus der Figur 4
und lasst sich analog auch auf das Beispiel B idbertragen. Zum
einen ist eine Dicke des optischen Elements 5 bzw. der Maske
6 erhoht. Durch diese Schichtdicke lasst sich beispielsweise
ein Schwarzeindruck einstellen und damit der Kontrast beein-
flussen. Eine hohe Schichtdicke ergibt einen hohen Kontrast,
kann aber auch zu einer geringeren Effizienz fiihren, wenn we-

niger Licht ausgekoppelt werden kann.

Ferner kann eine Oberflidche der optischen Anordnung gebildet
aus einer Oberflache der Maske 6 und des optischen Elements 5
zumindest teilweise aufgeraut sein. Eine solche Strukturie-
rung kann etwa dadurch erreicht werden, dass Licht streuendes
Material auf der Oberfldche aufgebracht wird. Beispiele sind
Partikel, Halbkugeln, Rillen, Prismen und &dhnliche Struktu-
ren. Solche Strukturen verringern Reflexionen von Umgebungs-
licht an der Oberflache und verbessern dadurch ebenfalls

Schwarzeindruck und Kontrast der optischen Anordnung.
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Figur 6 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer opti-
schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen
Element. In der Zeichnung ist oben rechts eine Draufsicht der
optischen Anordnung angedeutet. Der untere Teil der Zeichnung
seigt eine Seitenansicht entlang der Schnittgeraden S1. Das
Ausfiihrungsbeispiel entspricht dem Beispiel A der Figur 4,
wobei alle Moldmaterialien schwarz bzw. so gewahlt sind, dass
sie einen GroBteil auftreffenden Umgebungslichts absorbieren.
Es sind in diesem Beispiel keine weiteren MaBnahmen wie re-
flektives oder streuende Material vorgesehen. Die Abbildung
oben rechts illustriert die unterschiedlichen Kontrasteindrii-
cke im Vergleich der Figuren 4 bis 6. In diesem Ausfihrungs-

beispiel wird vergleichsweise viel Umgebungslicht absorbiert.

Figur 7 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer opti-
schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen

Element.

Gezeigt ist wiederum der Trager 1 auf dem Lumineszenzdioden-
chips aus den Chipgruppen angeordnet sind. Entlang einer dem
Trager 1 abgewandten Hauptabstrahlrichtung ist das optisches
Element 5 nachgeordnet, d.h. tUber den Chipgruppen vorgesehen.
Dabei ist ein Abstandshalter 7 vorgesehen. Das optische Ele-
ment 5 umfasst quaderformige Untereinheiten 51, 52 und 53,
die jeweils durch Bereiche 54 voneinander getrennt sind. Die
Untereinheiten 53 kénnen auch andere Geometrien aufweisen und
beispielsweise trapezfdormig sein. Alle Untereinheiten bzw.
das optische Element sind fir die von den Lumineszenzdioden-
chips emittierte elektromagnetische Strahlung (zumindest

teilweise) transparent.

Die Untereinheiten 51, 52, 53 sind jeweils {iber den ersten

Einheitszellen El1 angeordnet. Sie haben dabei vorzugsweise
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eine Kantenlédnge, die ein 2,5-faches der Kantenlange der Lu-

mineszenzdiodenchips aufweist.

transparentes Material auf, beispielsweise PC,

Die Untereinheiten weilisen ein

PMMA, Silikon,

Epoxy oder Glas und sind voneinander beabstandet.

Das von den Lumineszenzdiodenchips emittierte Licht wird in

die zugeordneten Untereinheiten 51, 52, 53 eingekoppelt. In-

nerhalb der Untereinheiten wird das Licht durch Totalrefle-

xion an den Wanden der Untereinheiten umgelenkt und in die

Auskoppelebene AA ausgekoppelt. Erganzend oder

tiv kdnnen die Wande auch ein reflektives- bzw.

auch alterna-

spiegelndes

Material aufweisen. Die Untereinheiten haben so die Funktion

eines Lichtleiters.

Figur 8 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer opti-

schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen

Element. Dieses Ausfithrungsbeispiel unterscheidet sich wvon

dem aus Figur 7 lediglich darin, dass sich der

Abstandshalter

7 jeweils nur iUber Teile der Unterseiten der Untereinheiten

erstreckt.

Figur 9 zeigt ein weiteres Ausfithrungsbeispiel einer opti-

schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen

Element. Dieses Ausfithrungsbeispiel unterscheidet sich wvon

denen aus den Figuren 7 und 8 lediglich darin,

dass kein Ab-

standshalter an den Unterseiten der Untereinheiten 51, 52, 53

vorgesehen ist und die Untereinheiten direkt auf den Chip-

gruppen aufliegen.

Figur 10 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer opti-

schen Anordnung in einer Seitenansicht mit einem optischen

Element. Die Untereinheiten werden abweichend von den Figuren

7 bis 9 durch vertikale

(oder auch gewinkelte)

Reflektoren 57
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gebildet. Bereiche zwischen den Reflektoren kdnnen mit einem
transparenten Material geflillt sein oder auch ohne jegliches
Material sein. Die Reflektoren 57 sind jeweils lber den ers-
ten Einheitszellen E1 angeordnet und begrenzen diese. Bei-
spielsweise sind die Reflektoren 57 so iber den Chipgruppen
angeordnet, dass sie in einer Verbindungslinie zwischen den
Lumineszenzdiodenchips einer Chipgruppe zu liegen kommen.
Vorteilhaft ist es, wenn eine Lange der Reflektoren im We-
sentlichen der Kantenldnge der Lumineszenzdiodenchips ent-

spricht.

Die Figuren 11A und 11B zeigen Draufsichten auf ein Ausfih-

rungsbeispiel einer hier beschriebenen optischen Anordnung.

In der Figur 11A sind Module 8 an Kanten der ersten Einheits-
zellen E1 auf dem Trager 1 angeordnet. Die Module 8 umfassen
jeweils mehrere Chipgruppen 2, 3, 4, die jeweils unterschied-
liche Wellenlangencharakteristiken aufweisen. Dadurch ent-

steht in jedem Modul 8 zum RBReispiel ein sogenanntes RGB-Pixel
mit Lumineszenzdiodenchips, die im Betrieb rotes, griines und

blaues Licht emittieren.

Figur 11B zeigt den Aufbau eines einzelnen Moduls 8. Dieses
Modul 8 besteht aus mehreren Chipgruppen 2, 3, 4, die wiede-
rum mehrere Lumineszenzdiodenchips 21, 22, 31, 32, 41, 42 um-

fassen.

Figur 12 zeigt eine seitliche Schnittansicht der optischen
Anordnung aus Figur 11A entlang der eingezeichneten Schnitt-
geraden S2. Die Module 8 sind auf einem Hilfstradger 9 ange-
bracht, zum Beispiel mittels Kleben. AnschlieRend werden die
Module 8 samt dem Hilfstrdager 9 auf dem Tradger 1 positioniert

und der Hilfstrager 9 wird abgeldst.
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Die optische Anordnung im Ausfiithrungsbeispiel der Figur 13
weist den gleichen Aufbau wie die optische Anordnung im Aus-
fihrungsbeispiel der Figur 12 auf. Der Hilfstrager 9 ist
nicht abgeldst, allerdings ist er fir die elektromagnetische
Strahlung durchlassig. Auf der den Lumineszenzdiodenchips ab-
gewandten Oberseite des durchlassigen Hilfstragers 9 ist eine
Montage der optischen Untereinheiten 51, 52 und 55 zum Bei-

spiel durch Kleben oder ,direct bonding™ méglich.

Die Figuren 14A und 14B zeigen Draufsichten auf ein Ausfih-

rungsbeispiel einer hier beschriebenen optischen Anordnung.

Im Ausfihrungsbeispiel der Figur 14A sind die Module 8 dabei

an Ecken der Einheitszellen 1 auf dem Trager 1 angeordnet.

Figur 14B zeigt ein einzelnes Modul 8, welches aus mehreren
Chipgruppen 2, 3, 4 zusammengesetzt ist, die wiederum mehrere

Lumineszenzdiodenchips 21, 22, 31, 32, 41, 42 umfassen.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2016 108 776.9, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Optische Anordnung umfassend

— eine Vielzahl erster Chipgruppen (2) aus jeweils wenigs-
tens zweil gleichartigen Lumineszenzdiodenchips (21, 22)
und eine Vielzahl zweiter Chipgruppen (3) aus jeweils
wenigstens zwei gleichartigen Lumineszenzdiodenchips
(31, 32), wobei

— die Chipgruppen (2, 3) entlang eines regelmadBigen Git-
ters aus ersten Einheitszellen (El1) auf einer Hauptfla-
che eines gemeinsamen Tragers (1) fladchig angeordnet
sind und die Lumineszenzdiodenchips aus unterschiedli-
chen Chipgruppen dazu eingerichtet sind, elektromagneti-
sche Strahlung unterschiedlicher Wellenlangencharakte-

ristik zu emittieren, wobei

— Untereinheiten (51, 52, 53, 55) eines optischen Elements
(5) in Offnungen (61) einer Maske (6) angeordnet sind,
wobei

— die Lumineszenzdiodenchips innerhalb einer Chipgruppe
nebeneinander angeordnet sind,

— Jjeder der ersten Einheitszellen (El) zumindest ein Lumi-
neszenzdiodenchip aus einer der ersten und aus einer der
zweiten Chipgruppen zugeordnet sind, und wobei

— das optische Element (5) beziiglich der Hauptabstrahl-
richtung den Chipgruppen nachgeordnet und dazu einge-
richtet ist, von den Lumineszenzdiodenchips der Chip-
gruppen emittiertes Licht derart in zweiten Einheitszel-
len (E2) in einer Auskoppelebene (AA) zusammenzufilthren,
dass mindestens eine zweite Einheitszelle (E2) eine Fla-
che aufweist, die geringer oder gleich groBl ist, als die

Flache einer der ersten Einheitszellen (E1).
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. Optische Anordnung nach Anspruch 1, wobei ein Abstand zwi-

schen Lumineszenzdiodenchips innerhalb einer Chipgruppe
geringer ist, als ein Abstand zwischen Lumineszenzdioden-

chips benachbarter Chipgruppen.

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, umfassend

— wenigstens eine Vielzahl einer weiteren Chipgruppe (4)
aus Lumineszenzdiodenchips (41, 42), wobei die Lumines-
zenzdiodenchips der weiteren Chipgruppen dazu eingerich-
tet sind, elektromagnetische Strahlung mit von den ers-
ten und zweiten Chipgruppen unterschiedlicher Wellenlan-
gencharakteristik zu emittieren, wobei

— Jeder der ersten Einheitszellen (El) zumindest ein Lumi-
neszenzdiodenchip aus einer der ersten, zweiten und aus
einer der weiteren Chipgruppen zugeordnet sind, das op-
tisches Element (5) dazu eingerichtet ist, von den Lumi-
neszenzdiodenchips der ersten, zweiten und weiteren
Chipgruppen emittiertes Licht derart in zweiten Ein-
heitszellen (E2) zusammenzufiihren, dass mindestens eine
zweite Einheitszelle (E2) eine Flache aufweist, die ge-
ringer oder gleich groB ist, als die Flache einer der

ersten Einheitszellen (E1).

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, wobei die Chipgruppen (2, 3, 4) jeweils zwei Lumines-
zenzdiodenchips (21, 22, 31, 32, 41, 42) oder jeweils vier
Lumineszenzdiodenchips (21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34,
41, 42, 43, 44) aufweisen.

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, wobeil
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— die Chipgruppen (2, 3, 4) jeweils entweder zwischen Eck-
punkten der ersten Einheitszellen (E1l) angeordnet sind
und die Eckpunkte der ersten Einheitszellen (El) frei

von Lumineszenzdiodenchips sind, oder

— die Chipgruppen (2, 3, 4) an den Eckpunkten der ersten

Einheitszellen (El1) angeordnet sind.

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, wobei die Lumineszenzdiodenchips einer Chipgruppe (2,

3, 4) direkt aneinander grenzen.

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, wobei die Lumineszenzdiodenchips einer Chipgruppe (2,

3, 4) monolithisch miteinander ausgebildet sind.

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, wobei das optische Element (5) so eingerichtet und
den Chipgruppen (2, 3, 4) nachgeordnet ist, dass jeweils
emittiertes Licht von den Lumineszenzdiodenchips, die ge-
meinsam einer der ersten Einheitszellen (El) zugeordnet
sind, mittels des optischen Elements (5) in einer zweiten
Einheitszelle (E2) in der Auskoppelebene (AA) zusammenge-

fihrt wird.

. Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, wobei das optische Element (5) eine Vielzahl von Un-
tereinheiten (51, 52, 53, 55) umfasst, die jeweils einer
der ersten Einheitszellen (E1l) zugeordnet sind und so den
Chipgruppen nachgeordnet angeordnet sind, dass die Un-
tereinheiten entlang der Hauptabstrahlrichtung zumindest
einen Teil der zugeordneten ersten Einheitszellen (El1) be-

decken.
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Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Maske (6) durch Aufdrucken, Verkleben, La-
minieren, GieBen und/oder Molden auf das optische Element

(5) aufgebracht wird.

Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei auf Oberfladchen der Maske (6) und/oder Oberfla-
chen des optischen Elements (5) ein reflektives Material,
ein absorbierendes Material und/oder ein Licht streuendes

Material aufgebracht ist.

Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Untereinheiten (51, 52, 53, 55) im Bereich

der Offnungen (61) in der Maske (6) trapezfdrmig sind.

Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Untereinheiten (51, 52, 53, 55) jeweils ei-
nen optischen Lichtleiter (57) aufweisen, der eingerichtet
ist, das von den Lumineszenzdiodenchips der Chipgruppen
(2, 3, 4) emittierte Licht durch Totalreflexion an inter-
nen Oberfldchen der Untereinheiten (51, 52, 53, 55) in den

zwelten Einheitszellen (E2) zusammenzufiuhren.

Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Untereinheiten (51, 52, 53, 55) jeweils
mindestens eine verspiegelte Oberfliache, insbesondere ei-
nen Spiegel, aufweisen, und die eingerichtet ist, das wvon
den Lumineszenzdiodenchips der Chipgruppen (2, 3, 4) emit-
tierte Licht durch Reflexion in den zweiten Einheitszellen

(E2) zusammenzufihren.

Optische Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspri-

che, wobei zwischen dem optischen Element (5) und den
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Chipgruppen (2,3,4) ein transparenter Hilfstradger (9) an-

geordnet ist.

16. Verfahren zur Herstellung einer optischen Anordnung nach
5 einer der vorherigen Anspriche, umfassend die Schritte:
- Montage von mindestens zwei Chipgruppen (2,3) auf einen
Hilfstrager (9) zur Erzeugung eines Moduls (8),
- Anordnen und Befestigen des Moduls (8) auf dem Trager
(1), wobei die Chipgruppen (2,3) dem Trager (1) zuge-
10 wandt sind.

17. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wobei der Hilfs-

trager (9) von den Chipgruppen (2,3) geldst wird.

15 18. Anzeigegerat, umfassend:

— eine optische Anordnung nach einem der vorhergehenden

Anspriche, und
— eiline Steuereinheit zum Ansteuern der Lumineszenzdioden-
chips in den Chipgruppen (2, 3, 4), wobei der gemeinsame

20 Trager (1) eine Leiterplatte, ein Substrat und/oder eine

Keramik aufweist.
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